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As printed 

(54) THJe: CONDUCTOR CONNECTING MODULE FOR PRINTED CIRCUIT BOARDS 
(54) Bezefchming: ADERANSCHLUSSMODUL FOR LETTHRPLATTEN 




t — (57) Abstract: The invention relates to a conductor connecting module (1) for printed circuit boards, comprising a housing (2) in 
C^) which contort elements are disposed. Said contact elements have a first contact area mat is configured as an insulation disp la c emen t 
^? contact (3), and a second contact area that is configured as a solderable contact pin (4). The contact pins (4) are disposed at a right 
^ angle to the insulation displacement contacts (3) so that the insulation displacement contacts (3). in the mounted stale, lie in a plane 
J^j parallel to the printed circuit board (6). 

O (57) Znsarnmenlassung: Die Erfindung betrifft ein Aderanschlnssraodul (1) fur Leiterplatten, umrassend em Gehfiuse (2), in dem 
Kontakmlemente angeordnet sind wobei die Kontaktelemente einen ersten Kontaktbereich aufwcisen, der als Schne5d-K)emm-Kon - 
Q rakl (3) ausgebildet ist, und einen zwriten Kontaktberrich aufweisen, der als I6tbarer Kontaktpin (4) ausgebildet ist, wobei die 
^ Kontaktpins (4) in emem rechten Winke] zu den Schneid-Klemm-Kontaktcn (3) angeordnet sind, so dass die Schneid-Klemm-Kbn- 
S takte (3) im montierten Zu stand in drier Ebene parallel zur Leiterplatte (6) liegen. 
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